
タイベック®製 インターリーフ/ウェハースペーサー
精密電子機器の保護を確固なものにするために



直面する課題:
半導体製造に使用される精密な電子部品は、パー

ティクル、傷、イオンコンタミ、そして静電気に

よってダメージを受けてしまいます。また、真空下

での取り扱いも課題となります。ウェハー包装業者

や集積回路(IC)を設計する企業は、半導体に一般的

なそれらの問題に対応できるよう、改良した包装を

長年にわたり模索してきました。 

タイベック®の特長:

引き裂き強度が高いので、ウェハー間を保護する

合紙に適しています。

リント(綿くず)がほぼ発生せず表面も滑らかなの

で、パーティクルや傷を防ぐのに役立ちます。

帯電防止処理を施しているので、静電気放電

(ESD)を最小限に抑えるのに役立ちます。

品番:
 タイベック® 1025D, 1056D
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